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Ubersicht

Die Informationen in diesem Dokument ersetzen die Informationen in den entsprechenden Abschnitten des Installations- und Service-
Handbuchs Referenzhandbuchs fur BIOS und UEFI und der Technischen Daten.

Eine vollstandige Liste der Informationen finden Sie in den Dokumenten unter https://www.dell.com/poweredgemanuals.

Themen:

. Revisionsverlauf

Revisionsverlauf

Dieser Abschnitt enthélt eine Beschreibung der Dokumentanderungen.

Tabelle 1. Revisionsverlauf des Dokuments

Dokumentversionen Datum Beschreibung der Anderungen

1. November 2022 1. PSU-Informationen aktualisiert
2. Serielle Kommunikation im BIOS aktualisiert
3. Fehler mit Riser-Konfiguration 4 behoben
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Themen:

Informationsaktualisierung

*  Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten
e PSU - Technische Daten
e Serielle Kommunikation

Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten

In der folgenden Tabelle werden die unterstiitzten Erweiterungskarten beschrieben:

Tabelle 2. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen

Erweiterungskarten- PCle-Steckplatze Prozessoranschluss Hohe Bauldnge Steckplat
Riser zbreite
x8
Steckplatz 1
x16
Riser 1 Prozessor 1 Volle Bauhthe Halbe Bauldnge
x8
Steckplatz 2
x16
Steckplatz 3 Prozessor 1
Riser 2 Low-Profile Halbe Baulédnge x16
Steckplatz 6 Prozessor 2
x8
Steckplatz 4
Riser 3 Prozessor 2 Volle Bauhthe Halbe Bauldnge x8
Steckplatz 5 x16
x8
Steckplatz 7 x16
Riser 4 Prozessor 2 Volle Bauhthe Halbe Baulédnge
x8
Steckplatz 8 x16
Tabelle 3. PCle-Riser-Konfigurationen
Konfig.nr. | RSR- Anzahl Unterstiit | Riickseitiges | x8-CPU (1) x16-CPU (1) |x8-CPU (2) |x16-CPU (2)
Konfigura | der CPUs | zter Storage
tion PERC- mdglich
Typ
0 KeinRSR |2 Keine Nein 0 0 0
1 R1B 1 PERC- Nein 0 0 0
Frontmodul
2 R1IB+R4B |2 Vorderer Nein 0 2 0
PERC/
PERC-
Adapter
3-1 R1A+R2A+ |2 Vorderer Nein 2 0 3
R3A+R4A PERC/
(FL)
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Tabelle 3. PCle-Riser-Konfigurationen (fortgesetzt)

Konfig.nr. | RSR- Anzahl Unterstiit | Riickseitiges | x8-CPU (1) x16-CPU (1) |x8-CPU (2) |x16-CPU (2)
Konfigura | der CPUs | zter Storage
tion PERC- mdéglich
Typ
PERC-
Adapter
3-2 R1IA+R2A+ | 2 Vorderer Nein 0 2 0 3
R3A+R4A PERC/
(HL) PERC-
Adapter
4 RIB+R2A+ |2 Vorderer Nein 2 1 4 1
R3B+R4B PERC/
PERC-
Adapter
6 RIC+R2A+ |2 PERC- Nein 0 3 0 4
R3A+R4C Adapter
7 RID+R2A+ | 2 Keine Nein 0 1 2 1
R3B+R4D
8-1 RIA+R2A+ |2 PERC- Ja 0 2 0 2
R4A (FL) Adapter
8-2 RIA+R2A+ |2 PERC- Ja 0 2 0 2
R4A (HL) Adapter
9 RIB+R2A+ |2 PERC- Ja 2 1 2 1
R4B Adapter
10 R2A+R4B |2 PERC- Ja 0 1 2 1
Adapter
i RID+R2A+ |2 Keine Nein 0 1 4 1
R3B+R4B
12-1 RID+R2A+ | 2 Keine Nein 0 1 0 3
R3A+R4A
(FL)
12-2 RID+R2A+ | 2 Keine Nein 0 1 0 3
R3A+R4A
(HL)
13-1 RIA+R2A+ | 2 Vorderer Nein 0 2 0 2
R3A (FL) PERC/
PERC-
Adapter
13-2 R1A+R2A+ | 2 Vorderer Nein 0 2 0 2
R3A (HL) PERC/
PERC-
Adapter
14 RIB+R2A+ |2 Vorderer Nein 2 1 2 1
R3B PERC/
PERC-
Adapter
15 RID+R4D |1 Keine Nein 0 0 0 0

®| ANMERKUNG: Die Erweiterungskartensteckplatze sind nicht hot-swap-fahig.

Die folgende Tabelle enthélt Vorschlage fur die Installation von Erweiterungskarten hinsichtlich bestmdglicher Kiihlung und mechanischer
Unterbringung. Die Erweiterungskarten mit der héchsten Prioritdt mussen zuerst installiert werden und dabei die angegebene
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Steckplatzprioritat erhalten. Alle anderen Erweiterungskarten missen nach Kartenprioritdt und in der Reihenfolge der Steckplatzprioritét

installiert werden.

Tabelle 4. Konfiguration 0 — Kein Riser

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

1

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

1

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Dell BOSS-S2-Kartenmodul

Interner Steckplatz

Tabelle 5. Konfiguration 1: R1B

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Intel (NIC: 25 Gbit)

1,2

SolarFlare (NIC: 25 Gbit)

1,

N

Broadcom (NIC: 25 Gbit)

1,

QLogic (NIC: 25 Gbit)

Emulex (HBA: FC64 FH)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

FOXCONN (HBA3Z55E, HBA355I)

Intel (NIC: 10 Gbit)

Broadcom (NIC: 10 Gbit)

QLogic (NIC: 10 Gbit)

Intel (NIC: 1 Gbit)

Broadcom (NIC: 1 Gbit)

NININININININININININDINDINIDNDN

Samsung (PCIE-SSD)

Intel (PCIE-SSD)

Dell PERC-Adapter

NININININININININININININIDNIN DN
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Tabelle 5. Konfiguration 1: R1B (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell BOSS-Adapter 1,2 1
Intel (NIC: 25 Gbit) 1,2 2
Intel (NIC: 100 Gbit) 1,2 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit) 1,2 2

Dell Front PERC

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 100 Gbit)

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 50 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Dell BOSS-S2-Kartenmodul

Interner Steckplatz

Tabelle 6. Konfiguration 2: R1B + R4B

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Dell seriell

8

1

Dell BOSS-Adapter

1.2,7.8

1

Dell PERC-Adapter

N

Intel (NIC: 25 Gbit)

Mellanox (NIC 25 Gbit)

SolarFlare (NIC: 25 Gbit)

QLogic (NIC: 25 Gbit)

Emulex (HBA: FC64 FH)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

FOXCONN (HBA3Z55E)

NN NN N NN NN N
BRI BN BV BN BN BN RSV BN

N N N N N N N | V| N
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Tabelle 6. Konfiguration 2: R1B + R4B (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

FOXCONN (HBA355I)

2

1

Intel (NIC: 10 Gbit)

1,

Broadcom (NIC: 10 Gbit)

1,

QLogic (NIC: 10 Gbit)

Intel (NIC: 10 Gbit)

Intel (NIC: 1 Gbit)

Broadcom (NIC: 1 Gbit)

Broadcom (NIC: 10 Gbit)

Intel (NIC: 25 Gbit)

A N B N B N B N BN BN

Intel (NIC: 100 Gbit)

~

Dell PERC-Adapter

7,8

Samsung (PCle-SSD)

7,8

Intel (PCle-SSD)

NEENEENEENHECH S NS R SR SR ENR RN

1.2,7.8

N| N | N AN N N AN NN N N N

Dell Front PERC

Interner Steckplatz

N

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

N

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Dell BOSS-S2-Kartenmodul

Interner Steckplatz

Tabelle 7. Konfiguration 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (Volle Lange)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell seriell 4 1
GPU: NVIDIA T4 16 GB (Low Profile) 3,6 2
GPU: NVIDIA A2 16 GB (Low Profile) 3,6 2
GPU: NVIDIA M10 32 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA A100 40 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA A10 24 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA A30 24 GB (volle Héhe) 2,57 3
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Tabelle 7. Konfiguration 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (Volle Lange) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
GPU: NVIDIA A40 48 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA V100 16 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA V100S 32 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: AMD MI100 32 GB (volle Héhe) 2,57 3
GPU: AMD MI210 64 GB (volle Hhe) 2,57 3
GPU: NVIDIA RTX6000 24 GB (volle Héhe) |2, 5,7 3
GPU: NVIDIA RTX8000 48 GB (volle Hohe) |2, 5,7 3
GPU: NVIDIA RTX5000 16 GB (volle Héhe) |2, 5,7 3
GPU: NVIDIA A16 64 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA A100 80 GB (volle Hohe) 2,57 3
Xilinx (Accelerators — FPGAs — Volle 2,5,7 3
Bauhohe)

FOXCONN (Vorderer PERC) Interner Steckplatz 1
Inventec (Vorderer PERC) Interner Steckplatz 1
FOXCONN PERC-Adapter (Low Profile) 3 1
Inventec PERC-Adapter (Low Profile) 3 1
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
FOXCONN (HBA355E — Low Profile/volle | 3, 6 2
Hohe)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gbit, LP) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 7. Konfiguration 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (Volle Lange) (fortgesetzt)

F1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Intern 1
QLogic (OCP: 25 Gbit) Intern 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) Intern 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Intern 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Intern 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Intern 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Intern 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Intern 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Intern 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Intern 1
Intel (OCP: 1 Gbit) Intern 1
FOXCONN (Externer Adapter — Low 3,6 2
Profile)

Dell BOSS S2-Adapter (Low Profile) Intern 1
Dell BOSS-Adapter (Low Profile) 3,6 1
Samsung (PCle-SSD) 3,6 2
Intel (PCle-SSD) 3,6 2
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, Intern 1
FRONT)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, 3,6 2
V1.1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S28, F1)

FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, ADPT, 3 1
V2)

FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, FRONT, | Intern 1
V2)

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, Intern 1
S2V2,15G)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S28)

Intel (CRD, NTWK, INTL, FH, 25G, 2P, S28, | Intern 1
F1)

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, | 3, 6 2

Tabelle 8. Konfiguration 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Halbe Lange)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell seriell 4 1
GPU: NVIDIA T4 16 GB (volle Hohe) 2,57 3
GPU: NVIDIA T4 16 GB (Low Profile) 3,6 2
GPU: NVIDIA A2 16 GB (volle Hohe) 2,57 3
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Tabelle 8. Konfiguration 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Halbe Lange) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
GPU: NVIDIA A2 16 GB (Low Profile) 3,6 2
FOXCONN (Vorderer PERC) Intern 1
Inventec (Vorderer PERC) Intern 1
FOXCONN PERC-Adapter (Low Profile) 3 1

Inventec PERC-Adapter (Low Profile) 3 1
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
NAPATECH (NIC: 100 Gbit — Low Profile) [2,5,7 3
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 2,5,7 3
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 2,5,7 3
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 2,5,7 3
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe) 2,5,7 3
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 2,57 3
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 2,5,7 3
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 2,5,7 3
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 2,57 3
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
FOXCONN (HBA355E - Low Profile/volle | 3, 6 2
Hohe)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 2,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 2,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 8. Konfiguration 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Halbe Lange) (fortgesetzt)

V1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Intel (NIC: 25 Gbit) 2,57 3
Intel (NIC: 100 Gbit, FH) 2,57 3
Intel (NIC: 100 Gbit) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 2,57 3
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit, FH) 2,57 3
Broadcom (NIC: 10 Gbit, LP) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |2, 5,7 3
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 2,57 3
Broadcom (OCP: 25 Gbit) INT 1
QLogic (OCP: 25 Gbit) INT 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) INT 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) INT 1
Intel (OCP: 10 Gbit) INT 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) INT 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) INT 1
Intel (OCP: 10 Gbit) INT 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) INT 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) INT 1
Intel (OCP: 1 Gbit) INT 1
Intel (OCP: 25 Gbit) INT 1
FOXCONN (Externer Adapter — Low 2,57 2
Profile)

FOXCONN (Externer Adapter — Low 3,6 2
Profile)

Dell BOSS S2-Adapter (Low Profile) Intern 1
Dell BOSS-Adapter (Low Profile) 2,5,7 1
Dell BOSS-Adapter (Low Profile) 3,6 1
Samsung (PCle-SSD) 36,257 5
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, Intern 1
FRONT)

Intel (PCle-SSD) 3,6,2,57 5
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32) 2,5,7 3
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, 3,6 2
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Tabelle 8. Konfiguration 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (Halbe Lange) (fortgesetzt)

F1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
QLogic (CRD, CTL, MRVL, FH, FC32, 1P, 2,5,7 3
S2) 8, F1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S28, F1)

FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, ADPT, 3 1
V2

FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, FRONT, |Intern 1
V2)

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, |Intern 1
S2V2, 15G)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 1P, 2,5,7 3
S28)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S528)

Intel (CRD, NTWK, INTL, FH, 25G, 2P, S28, |2, 5,7 3
FD

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, |3, 6 2

Tabelle 9. Konfiguration 4: R1B + R2A + R3B + R4B

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell seriell 4,8 1
Dell BOSS-Adapter (Volle Bauhthe) 1,2,57,8 1
Dell PERC-Adapter 2 1
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhohe) 5 1
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,57 4
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 12,57 4
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,57 4
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) [1,2,5,7 4
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhdhe) 4,51,2,7 5
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe) 1,2,57 4
QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhohe) 1,257 4
Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe) 1,257 4
QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhthe) 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhohe) 12,57 4
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 12,57 4
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Tabelle 9. Konfiguration 4: R1B + R2A + R3B + R4B (fortgesetzt)

V1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhohe) 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 1,257 4
Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,5,7 4
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhthe) 12,57 4
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Volle 5 2
Bauhohe)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Volle Bauhéhe) |5 1
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhthe) 1,2,5,7 4
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 1,2,57,8 1
Intel (PCle-SSD) 1,257, 8 1
Dell Front PERC Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Ghit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, Interner Steckplatz 1
FRONT)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, 4,51,2,7 5
V1.1)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, 3,6 2

Tabelle 10. Konfiguration 6: R1C + R2A + R3A + R4C

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell seriell 4,8 1
GPU: NVIDIA T4 16 GB (volle Héhe) 1,2,7,8 4
GPU: NVIDIA T4 16 GB (Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 10. Konfiguration 6: R1C + R2A + R3A + R4C (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
GPU: NVIDIA A2 16 GB (volle Hohe) 1,2,7.8 4
GPU: NVIDIA A2 16 GB (Low Profile) 3,6 2
Dell BOSS-Adapter (Volle Bauhhe) 1,2,5,7 1
Dell BOSS-Adapter (Low Profile) 3,6 1
Dell PERC-Adapter 53 1
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhohe) 1,257 4
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe) 1,257 4
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhohe) 12,57 4
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhéhe) |1,2,5,7 4
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) [1,2,5,7 4
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 100 Gbit, FH) 1,2,5,7 4
Broadcom (NIC: 100 Gb, LP) 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhohe) 1,257 4
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe) 1,257 4
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhohe) 1,257 4
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhohe) 1,257 4
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe) 1,257 4
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhthe) 1,2,5,7 4
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
FOXCONN (HBA355E — Low Profile/volle | 3, 6 2
Hohe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,5,7 4
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,57 4
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 1,257 4

16 Informationsaktualisierung



Tabelle 10. Konfiguration 6: R1C + R2A + R3A + R4C (fortgesetzt)

S28, F1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,257 4
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gbit, FH) 1,257 4
Intel (NIC: 100 Gbit, LP) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,57 4
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI - Volle 1,257 4
Bauhohe)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) | 3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Volle Bauhthe) [1,2,5,7 4
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhthe) 1,2,57 4
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 1,257,836 1
Intel (PCle-SSD) 1,257,836 1
Dell Front PERC Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, Interner Steckplatz 1
FRONT)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, 1,257 4
V1.1)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, 3,6 2
V1.1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, FH, FC32, 1P, 1,257 4
S28, F1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P, 3,6 2
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Tabelle 10. Konfiguration 6: R1C + R2A + R3A + R4C (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, ADPT, 53 1

V2)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 1P, 1,257 4

S28)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 3,6 2

S528)

Intel (CRD, NTWK, INTL, FH, 256G, 2P, S28, |1,2,5,7 4

D

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, |3, 6 2

F1)

Tabelle 11. Konfiguration 7: R1D + R2A + R3B + R4D

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell seriell 4,8 1
Dell BOSS-Adapter (Volle Bauhdhe) 4,5 2

Dell BOSS-Adapter (Low Profile)

o~
o
N

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 100 Gbit, FH)

Broadcom (NIC: 100 Gbit, LP)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhdhe)

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe)

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhthe)

QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe)
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QLogic (HBA: FC16 — Low Profile)
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Tabelle 11. Konfiguration 7: R1D + R2A + R3B + R4D (fortgesetzt)

V1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FOXCONN (HBA355E — Low Profile/volle | 3, 6 2
Hohe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 4,5 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 4,5 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhohe) 4,5 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 4,5 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhohe) 4,5 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 4,5 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhdhe) 4,5 2
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 3,6,4,5 1
Intel (PCle-SSD) 3,6,4,5 1
Intel (NIC: 100 Gbit, LP) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit, FH) 5,4 2
Intel (NIC: 100 Gbit, FH) 5,4 2
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, 5,4 2
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Tabelle 11. Konfiguration 7: R1D + R2A + R3B + R4D (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, 3,6 2
V1.1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, FH, FC32, 1P, 5,4 2
S28, F1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S28, F1)

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, | |nterner Steckplatz 1
S2V2,15G)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 1P, 5,4 2
528)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 3,6,4,5 2
S28)

Intel (CRD, NTWK, INTL, FH, 25G, 2P, §28, | 5,4 2
FD

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, |3, 6 2
D

Tabelle 12. Konfiguration 8-1: R1A + R2A + R4A (FL)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten

Dell BOSS-S2-Adapter Interner Steckplatz 1

Dell BOSS-S1-Kartenmodul 3,6 1

Vorderer Dell PERC-Adapter Interner Steckplatz 1

Dell PERC-Adapter 3

N

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)
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QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)
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Tabelle 12. Konfiguration 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 3,6 1
Intel (PCle-SSD) 3,6 1

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Tabelle 13. Konfiguration 8-2: R1A + R2A + R4A (HL)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Dell seriell

8

1

Dell BOSS-S2-Adapter

Interner Steckplatz

1

Dell BOSS-S1-Kartenmodul

3,6

1

Vorderer Dell PERC-Adapter

Interner Steckplatz

Dell PERC-Adapter

3

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhdhe) |2, 7 2
Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhthe) 2,7 2
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe) 2,7 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 2,7 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 2,7 2
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) |2, 7 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 13. Konfiguration 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten

QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 2,7

Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe) 2,7

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile)

o
o

Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe)

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe)

QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

QLogic (HBA: FC16 — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe)

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhthe)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile)
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Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Volle
Bauhohe)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Volle Bauhéhe) |2, 7 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhdhe) 2,7 2
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 2,7,3,6 1
Intel (PCle-SSD) 2,7,3,6 1
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Ghit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Ghbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
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Tabelle 13. Konfiguration 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

1

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

1

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Tabelle 14. Konfiguration 9: R1B + R2A + R4B

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell seriell 8 1
Dell BOSS-Adapter (Volle Bauhthe) 1,2,7.8 2
Dell BOSS-Adapter (Low Profile) 3,6 1
Dell PERC-Adapter 3,2 1
Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe) 12,7 3
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gbit, FH) 12,7 3
Intel (NIC: 100 Gbit, LP) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhohe) 12,7 3
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe) [1,2,7 3
SolarFlare (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,7 3
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhdhe) 12,7 3
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhohe) 12,7 3
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhohe) 12,7 3
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe) 1,2,7 3
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe) 12,7 3
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 14. Konfiguration 9: R1B + R2A + R4B (fortgesetzt)

V1.1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FOXCONN (HBA355E — Low Profile/volle | 3, 6 2
Hohe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 12,7 3
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 12,7 3
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhohe) 12,7 3
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 12,7 3
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhohe) 12,7 3
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 1,2,7 3
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhdhe) 1,2,7 3
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 3,6,1,2,7,8 1
Intel (PCle-SSD) 3,6,1,2,7,8 1
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Ghit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Ghbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, Interner Steckplatz 1
FRONT)

Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 2P, 12,7 3
V1.1)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 2P, 3,6 2
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Tabelle 14. Konfiguration 9: R1B + R2A + R4B (fortgesetzt)

F1)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
QLogic (CRD, CTL, MRVL, FH, FC32, 1P, 12,7 3
528, F1)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S28, F1)

FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, ADPT, 3 1
V2)

FOXCONN (PWA, CTL, HBA355I, FRONT, | |nterner Steckplatz 1
V2)

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, | |nterner Steckplatz 1
S2V2, 15G)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 1P, 12,7 3
S28)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 3,6 2
S28)

Intel (CRD, NTWK, INTL, FH, 25G, 2P, $28, |1, 2,7 3
D

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, |3, 6 2

Tabelle 15. Konfiguration 10: R2A + R4B

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Dell BOSS-S2-Adapter

Interner Steckplatz

1

Dell BOSS-S1-Kartenmodul (volle Bauhdhe)

7,8

1

Dell BOSS-S1-Kartenmodul (flaches Profil)

3,6

1

Vorderer Dell PERC-Adapter

Interner Steckplatz

Dell PERC-Adapter

3

FOXCONN (HBA355I)

3
FOXCONN (HBA355E, H840) 3,6,7 3
Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 7 1
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 7 1
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe) 7 1
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhohe) 7 1
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe) 7 1
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 15. Konfiguration 10: R2A + R4B (fortgesetzt)

Samsung (PCle-SSD)

6

Intel (PCle-SSD)

6

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe) 7 1
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 7 1
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhohe) 7 1
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhohe) 7,8 2
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 7 1
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhohe) 7 1
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhthe) 7 1
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhthe) 7 1
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhohe) 7 1
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhthe) 7 1
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
3,
3,

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz
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Tabelle 16. Konfiguration 11: R1D + R2A + R3B + R4B

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Dell serieller Anschluss

4,

8

2

Dell BOSS-S2-Adapter

Interner Steckplatz

Dell BOSS-S1-Kartenmodul (volle Bauhdhe)

4,

5

. 7.8

Dell BOSS-S1-Kartenmodul (flaches Profil)

3,

6

FOXCONN (HBA355E, H840, HBA — 12
Gbit/s) (volle Hohe/flaches Profil)

.5,6,7

O N DN

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhthe)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe)

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe)

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhohe)

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhdhe)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhthe)

QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

QLogic (HBA: FC16 — Low Profile)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile)
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Tabelle 16. Konfiguration 11: R1D + R2A + R3B + R4B (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritét Maximale Anzahl an Karten
Dell (Externer Adapter — Volle Bauhthe) 4,5,7 3
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 3,6,4,5,7,8 6
Intel (PCle-SSD) 3,6,4,5,7,8 6
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1

Tabelle 17. Konfiguration 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell BOSS-S2-Adapter Interner Steckplatz 1
Dell BOSS-S1-Kartenmodul (flaches Profil) | 3, 6 2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 3,6 2
Gbit/s) (volle Hohe/flaches Profil)

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile) |3, 6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile) 3,6 2
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Tabelle 17. Konfiguration 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Xilinx (FPGA — volle Bauhthe) 5,7 2
Dell (Externer Adapter — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 3,6 2
Intel (PCle-SSD) 3,6 2

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

N

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

N

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Tabelle 18. Konfiguration12-2: RID+R2A+R3A+R4A (HL)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell serieller Anschluss 4,8 2
Dell BOSS-S2-Adapter Interner Steckplatz 1
Dell BOSS-S1-Kartenmodul (volle Bauhdhe) |5, 7 2
Dell BOSS-S1-Kartenmodul (flaches Profil) | 3, 6 2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 3,6,5 7 4
Gbit/s) (volle Hohe/flaches Profil)

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhdhe) |5, 7 2
Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) | 5,7 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 5,7 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 57 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe) 5,7 2
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Tabelle 18. Konfiguration12-2: R1ID+R2A+R3A+R4A (HL) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6

Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe) 5,7

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

o
o)}

Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

Intel (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhohe)

Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe)

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhdhe)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhohe)

QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe)

QLogic (HBA: FC16 — Low Profile)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

N Ol | OO NI Nl NJO|lOOO|lOoo | NI NlOlNJTO|INJOIN|lO| N]O| VY

Dell (Externer Adapter — Volle Bauhdhe)

Nl |lalNloalN]oa|l ol N]o] O N o oo OO O O
INE NN IFCH IFCE IR ISR Y IFCR IR SN S IFCH I CH IR IS IFE IF S IR R NS IF N IR ECH IR IF T I CR ICH R IS IO N

Dell (Externer Adapter — Low Profile) 6

Samsung (PCle-SSD) ,6,5,7

Intel (PCle-SSD) 6,57

Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Ghit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
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Tabelle 18. Konfiguration12-2: R1ID+R2A+R3A+R4A (HL) (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

1

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

1

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Tabelle 19. Konfiguration13-1: R1A+R2A+R3A (FL)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Dell BOSS-S2-Adapter

Interner Steckplatz

1

Dell BOSS-S1-Kartenmodul (flaches Profil)

3,6

2

FOXCONN (HBA355E, H840, HBA — 12
Gbhit/s) (volle Hohe/flaches Profil)

o~
o

N

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC16 — Low Profile)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

(o)l BN o)X BNe )N BNe) I BNe) I BNe) N BNe) N BNo) I B> I BNe )N BNe) I BN o) I BN o) I BNe) I BNe) I o) I B e) N BN o) I BN e)]
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Dell (Externer Adapter — Low Profile)

N

Samsung (PCle-SSD)

Intel (PCle-SSD)

6

NN

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz
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Tabelle 19. Konfiguration13-1: R1A+R2A+R3A (FL) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Mellanox (OCP 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1

Tabelle 20. Konfiguration 13-2: R1A+R2A+R3A (HL)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell serieller Anschluss 4,8 2
Dell BOSS-S2-Adapter Interner Steckplatz 1
Dell BOSS-S1-Kartenmodul (volle Bauhohe) |2, 5 2
Dell BOSS-S1-Kartenmodul (flaches Profil) | 3, 6 2
FOXCONN (HBA355E, H840, HBA - 12 3,6,5 7 4
Gbit/s) (volle Hohe/flaches Profil)

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhdhe) |2, 5 2
Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) |2, 5 2
Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 2,5 2
Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe) 2,5 2
Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe) 2,5 2
Emulex (HBA: FC64 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe) 2,5 2
Emulex (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe) 2,5 2
Emulex (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhthe) 2,5 2
Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe) 2,5 2
Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe) 2,5 2
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Tabelle 20. Konfiguration 13-2: R1A+R2A+R3A (HL) (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

3,6

Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe)

2,5

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

™
o

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhthe)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe)

QLogic (HBA: FC32 — Low Profile)

QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhdhe)

QLogic (HBA: FC16 — Low Profile)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile)
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Dell (Externer Adapter — Low Profile)

6

Samsung (PCle-SSD)

.6,2,5

Intel (PCle-SSD)
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Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

N

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

N

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP; 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz

Tabelle 21. Konfiguration 14: R1B+R2A+R3B

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Dell Front PERC

Interner Steckplatz

1

Dell seriell

8

1
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Tabelle 21. Konfiguration 14: R1B+R2A+R3B (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Dell BOSS-Adapter (Volle Bauhthe) 1,2,7,8 2

Dell BOSS-Adapter (Low Profile) 3,6 1

FOXCONN (HBA355E, H840) (volle Hohe/ 13,6,4,5,1,2 2

flaches Profil)

FOXCONN (HBA - 12 Gbit/s) (volle Hohe) 14, 5,1, 2 2

FOXCONN (HBA - 12 GBPS) (Flaches 3,6 2

Profil)

N

Dell PERC-Adapter

Broadcom (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

Broadcom (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

Broadcom (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe)

Broadcom (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Emulex (HBA: FC64 — Volle Bauhohe)

Emulex (HBA: FC64 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC32 — Volle Bauhohe)

Emulex (HBA: FC32 — Low Profile)

Emulex (HBA: FC16 — Volle Bauhthe)

Emulex (HBA: FC16 — Low Profile)

Intel (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhdhe)

Intel (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhthe)

Intel (NIC: 10 Gbit — Low Profile)

Intel (NIC: 1 Gbit — Volle Bauhdhe)

Intel (NIC: 1 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Volle Bauhthe)

Mellanox (NIC: 100 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

Mellanox (NIC: 25 Gbit — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI — Low Profile)

Mellanox (NIC: HDR VPI — Low Profile)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Volle Bauhdhe)

QLogic (NIC: 25 Gbit — Low Profile)
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QLogic (HBA: FC32 — Volle Bauhdhe)
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Tabelle 21. Konfiguration 14: R1B+R2A+R3B (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
QLogic (HBA: FC32 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (HBA: FC16 — Volle Bauhthe) 4,512 4
QLogic (HBA: FC16 — Low Profile) 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gbit — Volle Bauhdhe) 4,512 4
QLogic (NIC: 10 Gbit — Low Profile) 3,6 2
Samsung (PCle-SSD) 3,6,4,51,2 6
Intel (PCle-SSD) 3,6,4,51,2 6
Broadcom (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 25 Ghit) Interner Steckplatz 1
Mellanox (OCP 25 Ghbit) Interner Steckplatz 1
SolarFlare (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 25 Gbit) Interner Steckplatz 1
Intel (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
QLogic (OCP: 10 Gbit) Interner Steckplatz 1
Broadcom (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
FOXCONN (ASSY, CRD, CTL, H755, Interner Steckplatz 1
FRONT)
Intel (OCP: 1 Gbit) Interner Steckplatz 1
Tabelle 22. Konfiguration 15: R1D + R4D
Kartentyp Lieferant Kategorie

Dell BOSS-S2-Adapter

Interner Steckplatz

1

Broadcom (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

1

QLogic (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Mellanox (OCP 25 Gbit)

Interner Steckplatz

SolarFlare (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit)

Interner Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

QLogic (OCP: 10 Gbit)

Interner Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit)

Interner Steckplatz
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PSU - Technische Daten

Das PowerEdge R7525-System unterstUtzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstromnetzteile.
A WARNUNG: Anweisungen nur fiir ausgebildete Elektriker:

Systeme, in denen Gleichstromnetzteile mit -(48-60) VDC oder 240 VDC verwendet werden, sind gemaf3 den Artikeln
110-5, 110-6, 110-11, 110-14 und 110-17 des National Electrical Code, American National Standards Institute (ANSI)/
National Fire Protection Association (NFPA) 70 fiir Orte mit eingeschrinktem Zugang vorgesehen.

Gleichstromnetzteile mit 240 VDC miissen an den Ausgang fiir 240 VDC einer zertifizierten Stromverteilungseinheit
angeschlossen werden, falls im Verwendungsland vorgeschrieben.

Stromversorgungskabel oder Jumper-Kabel und die zugehdrigen Stecker/Einlasse/Anschliisse miissen iiber
entsprechende elektrische Nennwerte verfiigen, die sich auf das Typenschild auf dem System beziehen, wenn sie zur
Verbindung verwendet werden.

Tabelle 23. PowerEdge R7525 - Technische Netzteildaten

Stromversorgungs | Klasse (nur Warmeabgabe Frequency Spannung Strom
einheit Wechselstrom) (maximal) (Speichertaktrate)
700 Wim Titan 2625 BTU/h 50/60 Hz 200 bis 240 VAC 41A
gemischten Modus , .

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 34A
800 Wim Platin 3.000 BTU/h 50/60 Hz 100-240 V 9,2-4,7 A
gemischten Modus Wechselstrom

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 3,8 A
1.100 W im Titan 4125 BTU/h 50/60 Hz 100-240 V 12 A-6,3 A
gemischten Modus Wechselspannung

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 52A
1100 W (-48 VDC) k. A. 4265 BTU/h Gleichstrom (DC) -48 - -60 V 27 A

Gleichstrom

1400 W im Platin 5.250 BTU/h 50/60 Hz 100-240 V 12-8 A
gemischten Modus Wechselstrom

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 6,6 A
1.800 W im Titan 6000 BTU/h 50/60 Hz 200 bis 240 VAC 10A
gemischten Modus - -

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 82A
2400 Wim Platin 9000 BTU/h 50/60 Hz 100-240 V 16-13,5 A
gemischten Modus Wechselstrom

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 1n2A
2.800 Wim Titan 10500 BTU/h 50/60 Hz 200 bis 240 VAC 15,6 A
gemischten Modus - -

k. A. Gleichstrom (DC) 240 V Gleichstrom 13,6 A

@ ANMERKUNG: Falls ein System mit 1400-W-Wechselstrom-Netzteilen an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die

Nennleistung pro Netzteil bei bis zu 1050 W.

@ ANMERKUNG: Falls ein System mit 2400-W-Wechselstrom-Netzteilen an der Untergrenze von 100-120 V arbeitet, liegt die

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswahlen und Aufristen der Systemkonfiguration den Dell Energy Smart Solution Advisor
unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des Systems zu prtfen und eine optimale Energienutzung zu gewahrleisten.
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Serielle Kommunikation

Wenn Sie den Bildschirm Serielle Kommunikation anzeigen mdchten, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf
Hauptmenii des System-Setups > System-BIOS > Serielle Kommunikation.

Tabelle 24. Details zu Serielle Kommunikation

Option

Beschreibung

Serielle Kommunikation

Die seriellen Kommunikationsgeréte (serielles Gerat 1 und serielles Gerat 2) im
BIOS. BIOS-Konsolenumleitung kann auch aktiviert werden, und die verwendete
Portadresse lasst sich festlegen. Diese Option ist auf Aus eingestellt, wenn kein
externer serieller Port angeschlossen ist. Die Option ist auf Auto eingestellt, wenn
ein externer serieller Port angeschlossen ist.

Serial Port Address

Ermdglicht das Festlegen der Anschlussadresse fir serielle Gerate. Diese Option

ist auf COM1 eingestellt, wenn kein externer serieller Port angeschlossen ist. Die
Option ist auf Serial Device1=COM2, Serial Device 2=COM1 eingestellt, wenn ein
externer serieller Port angeschlossen ist.

()| ANMERKUNG: Sie kénnen fur die SOL-(Seriell Gber LAN-)Funktion nur Seril
Device 2 (Serielles Gerat 2) verwenden. Um die Konsolenumleitung tiber SOL
nutzen zu kdnnen, konfigurieren Sie fiir die Konsolenumleitung und das serielle
Gerat dieselbe Anschlussadresse.

@ ANMERKUNG: Jedes Mal, wenn das System gestartet wird, synchronisiert
das BIOS die im iDRAC gespeicherte serielle MUX-Einstellung. Die serielle MUX-
Einstellung kann unabhéngig in iIDRAC geandert werden. Aus diesem Grund wird
diese Einstellung beim Laden der BIOS-Standardeinstellungen aus dem BIOS-
Setup-Dienstprogramm maoglicherweise nicht immer auf die MUX-Einstellung
von "Serial Device 1" (Serielles Geréat 1) zurlickgesetzt.

External Serial Connector

Mithilfe dieser Option kdnnen Sie den externen seriellen Anschluss mit dem Serial
Device 1 (Serielles Gerat 1), Serial Device 2 (Serielles Gerét 2) oder dem Remote
Access Device (Remote-Zugriffgerat) verbinden. Die Option ist auf Serial Device
1 (Serielles Geréat 1) eingestellt und ausgegraut, wenn kein externer serieller Port
angeschlossen ist. Die Option ist auf Serial Device 1 (Serielles Gerat 1) oder Serial
Device 2 (Serielles Geréat 2) oder Remote Access Device (Remotezugriff-Gerét)
eingestellt, wenn ein externer serieller Port angeschlossen ist.

@ ANMERKUNG: Nur "Serial Device 2" (Serielles Gerat 2) kann fur "Serial over
LAN (SOL)" (seriell tber LAN) genutzt werden. Um die Konsolenumleitung Gber
SOL nutzen zu kénnen, konfigurieren Sie fir die Konsolenumleitung und das
serielle Gerat dieselbe Anschlussadresse.

@ ANMERKUNG: Jedes Mal, wenn das System gestartet wird, synchronisiert
das BIOS die in iDRAC gespeicherte serielle MUX-Einstellung. Die serielle MUX-
Einstellung kann unabhéngig in iIDRAC geandert werden. Aus diesem Grund wird
diese Einstellung beim Laden der BIOS-Standardeinstellungen aus dem BIOS-
Setup-Dienstprogramm maoglicherweise nicht immer auf die Standardeinstellung
von "Serial Device 1" (serielles Gerat 1) zurlickgesetzt.

Failsafe Baud Rate

Zeigt die ausfallsichere Baudrate fur die Konsolenumleitung an. Das BIOS versucht,
die Baudrate automatisch zu bestimmen. Diese ausfallsichere Baudrate wird nur
verwendet, wenn der Versuch fehlschlagt, und der Wert darf nicht gedndert
werden. Diese Option ist standardméf3ig auf 115200 eingestellt.

Remote Terminal Type

Legt den Terminaltyp fur die Remote-Konsole fest. Diese Option ist standardmafig
als VT100/VT220 eingestellt.

Redirection After Reboot

Ermoglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der BIOS-Konsolenumleitung, wenn
das Betriebssystem geladen wird. Diese Option ist standardmaflig auf Enabled
festgelegt.
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